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超音波キャビテーションによる微細孔のバリ取り法の開発
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開口率を制御した微細孔を薄膜シートに形成し、超音波キャビテーションでその

バリ除去を行う技術を開発する。アプリケーションのひとつとして、二次電池用薄膜
セパレータに適用し、電池性能の向上を図る。

主な分担テーマ：
・バリ取り装置におけるステップ型広幅ホーンの開発
・レーザー微細孔形状・バリの測定及び評価するとと
もに、微細バリ評価装置を開発
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